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(57) Abstract: The invention relates to an element (1) for stabilizing an optoelectronic component (7). The element (1) has a main
part (1C), said main part (1C) consisting of glass or at least having one glass element, and the main part (1C) has a first and a second
surface (1A, 1B). The first and the second surface (1A, 1B) lie opposite each other and each surface extends along a lateral main
extension direction of the element (1). A protective layer (2A, 2B) is formed on at least one of the surfaces (1A, 1B), and the
protective layer (2A, 2B) is formed and arranged such that cracks (3) present in the main part (1C) are filled by a material of the
protective layer (2A, 2B). The invention further relates to a method for producing an element (1) for stabilizing an optoelectronic

component (7) and to an optoelectronic component (7).

(57) Zusammenfassung: Es wird ein Element (1) zur Stabilisierung eines optoelektronischen Bauelements (7) angegeben, wobei das
Element (1) einen Grundkd&rper (1C) aufweist, wobei der Grundkérper (1C) aus einem Glas besteht oder zumindest ein Glas aufweist
und wobei der Grundkérper (1C) eine erste und eine zweite Oberfliche (1A, 1B) aufweist. Die erste und die zweite Oberfldche (1A,
1B) liegen einander gegeniiber und erstrecken sich jeweilsentlang einer lateralen Haupterstreckungsrichtung des Elements (1), wobei
zumindest an einer der Oberfldchen (1A, 1B) eine Schutzschicht (2A, 2B) ausgebildet

[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]
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ist und wobei die Schutzschicht (2A, 2B) derart ausgebildet und angeordnet ist, dass in dem Grundkérper (1C) vorhandene Risse
(3) durch ein Material der Schutzschicht (2A, 2B) aufgefiillt sind. Ferner wird ein Verfahren zur Herstellung eines Elements (1)
zur Stabilisierung eines optoelektronischen Bauelements (7) angegeben. Ferner wird ein optoelektronisches Bauelement (7)
angegeben.
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Beschreibung

Element zur Stabilisierung eines optoelektronischen
Bauelements, Verfahren zur Herstellung eines Elements und

optoelektronisches Bauelement

Es wird ein Element zur Stabilisierung eines
optoelektronischen Bauelements angegeben. Ferner wird ein
Verfahren zur Herstellung eines Elements zur Stabilisierung
eines optoelektronischen Rauelements angegeben. Ferner wird
ein optoelektronisches Bauelement mit einem Element zur

Stabilisierung angegeben.

Es ist eine zu ldsende Aufgabe, ein Element zur
Stabilisierung eines optoelektronischen Bauelements
anzugeben, das besonders stabil und flexibel einsetzbar ist.
Ferner ist es eine zu ldsende Aufgabe der vorliegenden
Anmeldung, ein Verfahren anzugeben, mit dem auf einfache
Weise ein effektives Element zur Stabilisierung eines
optoelektronischen Bauelements hergestellt werden kann.
Ferner ist es eine zu ldsende Aufgabe der vorliegenden
Anmeldung, ein stabiles und langlebiges optoelektronisches

Bauelement anzugeben.

Gemal einem Aspekt wird ein Element angegeben. Das Element
ist zum Einsatz in einem optoelektronischen Bauelement,
beispielsweise in einem organischen, strahlungsemittierenden
Bauelement, ausgebildet. Das Element eignet sich insbesondere
zur mechanischen Stabilisierung des optoelektronischen
Bauelements. Mit anderen Worten, das Element ist dazu
geeignet, dem optoelektronischen Bauelement, kurz Bauelement,
mechanische Stabilitdat zu verleihen. Das Element kann

beispielsweise auf Grund seiner stabilen mechanischen
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Eigenschaften als Trager fir einen funktionellen Bereich des

optoelektronischen Bauelements dienen.

Das Element weist einen Grundkdrper auf. Der Grundkérper
weist eine laterale Haupterstreckungsrichtung auf, die
parallel zur Haupterstreckungsebene des Grundkdrpers
verlauft. In diesem Zusammenhang wird der Begriff ,laterale
Ausdehnung" eingefihrt, der eine Ausdehnung des Grundkdrpers
beziehungsweise des Elements entlang der lateralen
Haupterstreckungsrichtung bezeichnet. Eine "vertikale
Richtung"” ist im Folgenden eine Richtung senkrecht zur
lateralen Haupterstreckungsrichtung des Grundkdrpers. Eine
vertikale Ausdehnung des Grundkorpers bezeichnet folglich

eine Hohe oder Dicke des Grundkdrpers.

Vorzugsweise betragt die Breite des Grundkdrpers ein
Vielfaches der Dicke des Grundkdrpers. Beispielsweise weist
der GrundkOrper eine Breite im Bereich von Metern oder
Zentimetern auf. Reispielsweise kann der Grundkorper von
einer Rolle verarbeitet werden. Beispielsweise weist der
Grundkorper eine Dicke von kleiner oder gleich 500 um,
bevorzugt kleiner oder gleich 200 um, beispielsweise 150 um
oder 100 um, auf. Zum Beispiel weist der Grundkorper eine
Dicke von kleiner oder gleich 50 um, beispielsweise von 25 um

oder von 20 pm, auf.

Der Grundkorper ist strahlungsdurchlassig. Mit anderen

Worten, der Grundkdrper ist so ausgebildet, dass er wvon
elektromagnetischer Strahlung, vorzugsweise von Licht,

durchdrungen werden kann. Der Grundkdrper kann aus einem Glas
bestehen. Alternativ dazu kann der Grundkdérper zumindest ein
Glas aufweisen beziehungsweise aus einem glashaltigen

Material bestehen. Zusdtzlich kann der Grundkdrper dann noch
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ein weiteres Material, beispielsweise Kunststoff, aufweisen.
Beispielsweise kann der GrundkoOrper ein Kalk-Natron-Glas
(Fensterglas) oder ein Bor-Silikat-Glas aufweisen oder aus

einem dieser Glaser bestehen.

Auf Grund der geringen Dicke und des Grundkdrpers ist der
Grundkorper vorzugsweise verformbar. Mit anderen Worten, eine
Form des Grundkérpers kann durch auBRere Krafteinwirkung
verandert werden. Insbesondere ist der Grundkorper flexibel
beziehungsweise biegsam ausgebildet. Dies bedeutet in diesem
Zusammenhang, dass der Grundkdrper vorzugsweise in die
Richtung senkrecht zu seiner Haupterstreckungsrichtung

verbogen werden kann.

Der Grundkdrper weist eine erste und eine zweite Oberflache
auf. Die erste und die zweite Oberfldche sind einander
gegeniiberliegend angeordnet. Die erste und die zweite
Oberflache sind zueinander parallel angeordnet. Die erste und
die zweite Oberflache erstrecken sich jeweils entlang der
lateralen Haupterstreckungsrichtung des Grundkdrpers. Die
erste und die zweite QOberflache bilden eine Oberseite
beziehungsweise eine Unterseite des GrundkOrpers. Die erste
und die zweite QOberflache sind an den beiden Seiten des
Grundkorpers jeweils von einer Seitenflidche des Grundkdrpers

begrenzt.

Zumindest an einer der Oberflichen des Grundkdrpers, also an
der ersten und/oder der zweiten Oberflache, ist eine
Schutzschicht ausgebildet. Die Schutzschicht bedeckt die
Jjeweilige Oberfldche vollstandig. Das heilt, die
Schutzschicht erstreckt sich iiber die gesamte laterale
Ausdehnung der Oberflidche hinweg. Vorzugsweise ist die

Schutzschicht permanent auf der Oberfldche angeordnet. Mit
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anderen Worten, die Schutzschicht kann nicht ohne Weiteres
von der Oberfldche entfernt oder abgeldst werden. Die
Verbindung zwischen dem Grundkorper und der Schutzschicht
kann innig sein, so dass ein Abldsen der Schutzschicht ohne
dabei den Grundkdrper zu beschadigen oder zu zerstdren nicht
moglich ist. Die wenigstens eine Schutzschicht ist einstilickig
ausgebildet. Mit anderen Worten, die Schutzschicht bedeckt
durchgangig die Oberfliche des Grundkorpers. Die Dicke
beziehungsweise vertikale Ausdehnung der Schutzschicht ist
geringer als die Dicke des Grundkorpers. Beispielsweise weist
die Schutzschicht eine Dicke von kleiner oder gleich 5 um,

beispielsweise 500 nm, 100 nm, oder 50 nm, auf.

Die Schutzschicht weist ein anorganisches Material auf. Die
Schutzschicht kann ein Oxid, insbesondere ein Metalloxid oder
eine Halbleiteroxid, und/oder ein Nitrid, insbesondere ein
Metallnitrid oder ein Halbleiternitrid, aufweisen. Das
anorganische Material kann beispielsweise Siliziumdioxid
(510p), Siliziumnitrid (SiN), Aluminiumdioxid (Aly03),
Aluminiumnitrid (AIN), Titandioxid (TiOp), Zirkoniumdioxid
(ZrOp) oder Hafniumdioxid (HfOp) aufweisen oder sein. Ferner

ist es moglich, dass die Schutzschicht mehrere Schichten
umfasst, die auch aus unterschiedlichen Materialen gebildet
sein kénnen. Ein Oxid beziehungsweise eine Oxid-Schicht und
ein Nitrid beziehungsweise eine Nitrid-Schicht zeichnen sich
besonders durch ihre Festigkeit aus. Vorzugsweise ist die
Schutzschicht eine ALD- (Atomlagenabscheidung) Schutzschicht.
Mit anderen Worten, die Schutzschicht ist vorzugsweise mit
Hilfe eines ALD-Prozesses wie Flash-ALD, photoinduzierte ALD
oder ein anderes ALD-Verfahren auf der Oberflache des
Grundkorpers ausgebildet beziehungsweise abgeschieden, wie im
Rahmen des Herstellungsverfahrens fiir das Element im Detail

beschrieben wird. Dabei kann insbesondere auch ein
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Hochtemperatur-ALD-Verfahren Verwendung finden, bei dem die
Schutzschicht bei Temperaturen von 100 °C oder mehr

abgeschieden wird.

Aufgrund der Materialeigenschaften und der geringen Dicke des
Grundkorpers kann der Grundkdrper feine Risse (Haarrisse)
aufweisen, welche insbesondere an der ersten und/oder zweiten
Oberfldche ausgebildet sein konnen. Diese Risse konnen
spontan, das heiRt ohne aduBRere Einwirkung auf den Grundkoper,
auftreten, da sich der Grundkdérper typischerweise nicht in
einem Gleichgewichtszustand befindet. Auch ein Entstehen von
Rissen in dem Grundkdorper. ausgeldst durch mechanische
Einwirkungen beim Prozessieren des Grundkdrpers, wie
beispielsweise Biegen und/oder Zerteilen des Grundkdrpers,
ist mdéglich und schrankt den Gebrauch des Grundkdrpers
beziehungsweise den Einsatz des Grundkdrpers in einem

optoelektronischen Bauelement ein.

Die Risse erstrecken sich zumindest teilweise lber die Dicke
des Grundkorpers. Die Risse konnen die Lebensdauer, die
Stabilitat und damit die stabilisierende Wirkung des
Grundkorpers auf ein optoelektronisches Bauelement negativ
beeinflussen. Anfanglich noch klein beziehungsweise mit
geringer vertikaler und/oder lateraler Ausdehnung koénnen sich
die Risse durch mechanische Belastung des Grundkorpers weiter
ausdehnen und den Grundkdérper vollstandig durchdringen. Im
schlimmsten Fall kann der Grundkdrper auf Grund der Risse

brechen.

Die Schutzschicht ist derart ausgebildet und angeordnet, dass
die in dem Grundkorper vorhandenen Risse durch das Material
der Schutzschicht aufgefillt sind. Insbesondere ist die

Schutzschicht derart angeordnet und ausgebildet, dass das
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Material der Schutzschicht in die Risse der Oberflache
eingedrungen ist, sich insbesondere vollstandig in die Risse
erstreckt und damit die Risse vollstandig ausfullt. Mit
anderen Worten, in der Oberfliche des Grundkdrpers vorhandene

Risse sind mit Hilfe der Schutzschicht versiegelt.

Die Schutzschicht auf der Oberfladche stabilisiert damit den
Grundkorper und verhindert, dass vorhandene Risse sich weiter
ausdehnen und/oder dass neue Risse entstehen. Insbesondere
fillt die Schutzschicht an der wenigstens einen Oberflache
vorhandene Risse in der Oberfliche komplett auf. Ein weiteres
Ausdehnen beziehungsweise Ausweiten der Risse wird dadurch
effektiv verhindert. Durch die Schutzschicht wird somit
verhindert, dass der Grundkdrper auf Grund der feinen Risse
bricht. Trotz der nur geringen Dicke des Grundkoérpers wird
somit ein sehr stabiles Element bereitgestellt, das flexibel
einsetzbar ist und sich insbesondere sehr gut dazu eignet,
ein optoelektronisches Bauelement zuverldssig zu
stabilisieren und funktionelle Schichten des Bauelements zu

tragen.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform besteht der Grundkorper
aus einem Glas. Der Grundkoérper kann dann insbesondere als
homogener VollkoOrper ausgebildet sein. Das heiflt, der
Grundkorper weillt keine Struktur wie beispielsweise Schichten
unterschiedlicher Zusammensetzung auf, sondern der

Grundkorper ist mit einem homogenen Material gebildet.

Dariber hinaus ist der Grundkdrper nicht als Hohlkérper

ausgebildet, der Bereiche eines anderen Materials umschlielt,
sondern der Grundkdrper ist ein Vollkorper. Die Schutzschicht
grenzt vorzugsweise direkt an den Grundkdrper, ohne, dass ein

weiteres Material zwischen dem Grundkdrper und der
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Schutzschicht angeordnet ist. Die Schutzschicht weist eine
gemeinsame Grenzfldche mit dem Grundkorper auf und ist
insbesondere mit einem anderen Material als der GrundkoOrper

gebildet.

Die Schutzschicht kann den Grundkorper an seiner AuBenfléche
dabei vollstandig umschlieBen. Der Grundkdrper liegt dann an
keiner Stelle frei, sondern ist vollstandig von der
Schutzschicht umgeben. Erst zusammen mit der Schutzschicht
bildet der Grundkérper ein mechanisch selbst tragendes
Element, das zum Beispiel weiterverarbeitet werden kann. Ohne
die Schutzschicht ist der Grundkdrper dann mechanisch nicht

selbsttragend.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform ist die Schutzschicht
lichtdurchlassig. Mit anderen Worten, die Schutzschicht ist
dafiir geeignet und ausgebildet, Licht, welches beispielsweise
von einer aktiven Zone des optoelektronischen Bauelements
emittiert wird, durchzulassen. Die Schutzschicht ist

transparent beziehungsweise klarsichtig.

Die Lichtdurchlédssigkeit der Schutzschicht betragt
vorzugsweise mindestens 75 % fir sichtbares Licht. Der
angegebene Wert fir die Lichtdurchlassigkeit wird zumindest
in einem Teilbereich des sichtbaren Bereichs des Spektrums
(zirka 400 bis 800 nm Wellenladnge) erhalten. In dem Wert fir
die Lichtdurchlédssigkeit sind Fresnel-Verluste, die beim
Eintreten und Austreten von Licht in die Schutzschicht
auftreten, bereits enthalten. Die Lichtdurchlassigkeit der
Schutzschicht kann 80 % oder mehr, insbesondere 85 % oder
mehr betragen. Die Lichtdurchlédssigkeit kann sogar groBer als

90 %, beispielsweise 95 %, sein.
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Aufgrund der hohen Lichtdurchlassigkeit der Schutzschicht
treten kaum Strahlungsverluste bei sichtbarem Licht auf.
Somit ist das Element besonders gut dazu geeignet, ein
optoelektronisches Bauelement zu stabilisieren, das Licht

abstrahlt oder empfangt.

Die mit einem Oxid gebildete Schutzschicht kann ferner die
Eigenschaft haben, dass sie ultraviolette (UV) Strahlung,
welche auf die Schutzschicht auftrifft, mdglichst vollstandig
absorbiert. Vorzugsweise werden grdBer oder gleich 50 % der
auftreffenden UV-Strahlung, besonders bevorzugt grdRer oder
gleich 75 %, beispielsweise 85 % oder 95 % der UV-Strahlung,
von der Schutzschicht absorbiert. Durch UV-Strahlung koénnen
eine aktive Zone sowie andere Schichten eines
optoelektronischen Bauelements, insbesondere organische
Schichten, irreversibel geschadigt werden, sodass dieses nur
noch vermindert oder gar nicht mehr funktionsfahig ist. Die
UV-absorbierenden Eigenschaften einer durch
Atomlagenabscheidung erzeugten Schutzschicht sind
beispielsweise in der deutschen Patentanmeldung mit dem

Aktenzeichen DE 10 2011 079 101.9 beschrieben, deren

Offenbarungsgehalt hiermit durch Rickbezug aufgenommen wird.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform ist auf der ersten
Oberflache eine erste Schutzschicht und auf der zweiten
Oberfldche eine zweite Schutzschicht ausgebildet. Die erste
und die zweite Schutzschicht sind demnach einander
gegeniiberliegend angeordnet. Die erste und die zweite
Schutzschicht sind zueinander parallel angeordnet. Die erste
und die zweite Schutzschicht kénnen identisch zueinander

ausgebildet sein.
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Dadurch dass an jeder der Oberfldchen eine Schutzschicht
angeordnet ist, kann ein spontanes Brechen des Grundkdrpers
besonders gut verhindert werden. In der jeweiligen Oberfléache
vorhandene Risse werden effektiv durch das Material der
ersten beziehungsweise zweiten Schutzschicht aufgefillt. Das
Entstehen von neuen Rissen wird verhindert. Damit wird ein
besonders stabiles und flexibel einsetzbares Element zur

Verfligung gestellt.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform ist auf der ersten
Oberfldche eine erste Schutzschicht ausgebildet. Auf der
zweiten Oberfldche ist eine Schutzfolie angeordnet.
Schutzfolie und Schutzschicht sind folglich einander
gegenliberliegend angeordnet. Schutzfolie und Schutzschicht
sind zueinander parallel angeordnet. Schutzfolie und
Schutzschicht erstrecken sich jeweils {iber die gesamte

laterale Ausdehnung der Oberflache hinweg.

Die Schutzfolie weist zum BReispiel einen laminierten
Kunststoff auf. Mit anderen Worten, die Schutzfolie kann mit
Hilfe eines Klebemittels an der zweiten Oberflache des
Grundkorpers befestigt sein. Vorzugsweise ist die Schutzfolie
flexibel beziehungsweise biegsam ausgebildet. Vorzugsweise
weist die Schutzfolie eine geringe Dicke auf. Die Dicke der
Schutzfolie kann in etwa der Dicke der Schutzschicht
entsprechen oder kann kleiner sein als die Dicke der
Schutzschicht. Beispielsweise weist die Schutzfolie eine
Dicke von kleiner 500 pm, 100 pm oder gleich 10 um auf.

Die Schutzfolie ist einstiickig ausgebildet. Vorzugsweise ist
die Schutzfolie nur zeitweise auf der zweiten Oberfléache
angeordnet. Beispielsweise kann die Schutzfolie wvon der
zweiten Oberflache wieder entfernt werden, nachdem die

Schutzschicht auf der ersten Oberfliache aufgebracht wurde.
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Vorzugsweise kann die Schutzfolie riickstandsfrei wvon der
zwelten Oberflidche entfernt werden, das heilt ohne dass Reste
des Klebemittels und/oder der Schutzfolie auf der zweiten

Oberflache verbleiben.

Mit Hilfe der Schutzfolie kann ein Benetzen der zweiten
Oberfldche mit der Schutzschicht verhindert werden. Die
Schutzfolie dient zudem dazu, die zweite Oberflidche vor
auBeren Einflissen zu schiitzen. Ferner dient die Schutzfolie
dazu, Beschaddigungen der zweiten Oberfliche, zum Beispiel ein
Zerkratzen der zweiten Oberflache, wadhrend der Handhabung

und/oder der Bearbeitung des Elements zu verhindern.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform ist die dem Grundkorper
abgewandte Oberfliche der Schutzfolie mit der zweiten
Schutzschicht bedeckt. In diesem Fall kann die Schutzfolie im
Element verbleiben. Die Schutzfolie kann dann ihrerseits wvon
der zweiten Schutzschicht bedeckt sein. Diese kann dann auch

als chemischer Schutz der Schutzfolie dienen.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform weist das Element eine
transparente leitfahige Schicht auf. Die transparente
leitfahige Schicht ist an der dem Grundkdrper abgewandten
Seite auf der Schutzschicht angeordnet. Die transparente
leitfahige Schicht ist auf einer Oberfldche der Schutzschicht
angeordnet, welche von der Oberflache des Grundkorpers
abgewandt ist. Alternativ dazu kann die transparente
leitfahige Schicht auch auf einer QOberflache des Grundkdrpers
angeordnet sein, auf der keine Schutzschicht oder keine
Schutzfolie angeordnet ist. Mit anderen Worten, die
transparente leitfdhige Schicht kann auch direkt und
unmittelbar auf der ersten oder der zweiten Oberflache des

Grundkorpers angeordnet sein. In diesem Fall weist der
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Grundkorper nur eine Schutzschicht auf, welche auf der

anderen Oberfliche des Grundkdérpers angeordnet ist.

Die transparente leitfahige Schicht erstreckt sich zumindest
teilweise iliber die Oberflache der Schutzschicht. Vorzugsweise
erstreckt sich die transparente leitfahige Schicht auf der
Schutzschicht iber die gesamte laterale Ausdehnung des

Grundkorpers hinweg.

Die transparente leitfahige Schicht kann ein elektrisch
leitfahiges Oxid (Transparent Conductive Oxide, TCO), wie
beispielsweise Indiumzinnoxid (ITO) und/oder eine diinne
Metallschicht aufweisen. Beispielsweise weist die
transparente leitfdhige Schicht eine Dicke von kleiner oder
gleich 1 pym, beispielsweise 0,1 pum, 0,05 pm oder 0,01 um,
auf. Vorzugsweise ist die Dicke der Schicht kleiner als 0,01

um, beispielsweise 0,005 um.

Die transparente leitfahige Schicht dient dazu, elektrischen
Strom von der aktiven Zone aus dem optoelektronischen
Bauelement hinaus oder von aulen zur aktiven Zone zu leiten,
nachdem das optoelektronische Bauelement fertiggestellt
worden ist, insbesondere nachdem das Element auf einem
funktionellen Bereich angeordnet worden ist, wie spater im

Detail beschrieben wird.

Gemal einem weiteren Aspekt wird ein Verfahren zur
Herstellung eines Elements zur Stabilisierung eines
optoelektronischen Bauelements angegeben. Das dabei
hergestellte Element entspricht vorzugsweise dem unter dem
ersten Aspekt beschriebenen Element. Samtliche fiir dieses

Element offenbarten Merkmale sind demnach auch fir das
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Verfahren offenbart und umgekehrt. Das Verfahren weist die

folgenden Schritte auf:

In einem ersten Schritt wird ein Grundkdrper bereitgestellt.
Der Grundkérper entspricht vorzugsweise dem oben
beschriebenen Grundkdrper. Der Grundkdrper weist die erste
und die zweite QOberflache auf. In dem Grundkdrper kdnnen
ausgehend von der ersten und/oder zweiten Oberfliche Risse
vorhanden sein, die den Grundkorper in vertikaler Richtung

zumindest teilweise durchdringen.

In einem weiteren Schritt wird die Schutzschicht auf
zumindest eine der Oberfldchen des Grundkdrpers aufgebracht.
Das Aufbringen der Schutzschicht erfolgt in einem zyklischen
Gasphasenabscheidungsprozess. Das Aufbringen der
Schutzschicht erfolgt insbesondere mittels

Atomlagenabscheidung.

Bei der Atomlagenabscheidung wird die Schutzschicht auf der
gesamten ersten und/oder zweiten Oberflache des Grundkorpers
abgeschieden. Bei der Atomlagenabscheidung entsteht eine
einstickige beziehungsweise zusammenhangende Schutzschicht.
Die Schutzschicht ist mit der jeweiligen Oberfldche des

Grundkorpers untrennbar verbunden.

Bei der Atomlagenabscheidung wird die Oberflache, auf der die
Schutzschicht abgeschieden werden soll, also die erste
und/oder die zweite Oberfliche, in ein Volumen eingebracht.
In das Volumen wird zumindest ein erstes gasfdrmiges
Ausgangsmaterial, zum Beispiel Trimethylaluminium (TMAT,

C3HgAl) oder Tantalpentachlorid (TaClg) zugefuhrt, so dass

das erste gasfdormige Ausgangsmaterial auf der zu

beschichtenden Oberflache adsorbiert.
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Nach einer bevorzugt vollstdndigen oder nahezu vollstandigen
Bedeckung der zu beschichtenden Oberfldache des Grundkdrpers
mit dem ersten Ausgangsmaterial wird der Teil des ersten
Ausgangsmaterials, der noch gasfdrmig beziehungsweise nicht
auf der Oberflidche adsorbiert vorliegt, in der Regel wieder
aus dem Volumen entfernt. Danach wird ein zweites
Ausgangsmaterial, beispielsweise Wasser oder Ozon, zugefihrt.
Das zweite Ausgangsmaterial ist daflir vorgesehen, mit der an
der Oberfléadche adsorbierten, ersten Ausgangsverbindung unter
Bildung der Schutzschicht chemisch zu reagieren. Ein
Verbindungsmaterial zwischen der Schutzschicht und der

Oberflache ist nicht erforderlich.

Die Schutzschicht ist dazu ausgebildet und angeordnet, ein
spontanes Brechen des Grundkdrpers zu verhindern und somit
den Grundkorper zu stabilisieren. Durch das ALD-Verfahren
wird die Schutzschicht insbesondere nicht nur auf der ersten
und/oder zweiten Oberfliche des Grundkdérpers abgeschieden.
Vielmehr wird durch das ALD-Verfahren auch Material der
Schutzschicht in die in dem Grundkdrper vorhandenen Risse
eingebracht. Insbesondere schmiegt sich das Material der
Schutzschicht in Unebenheiten und Risse an der Oberfldche des
Grundkorpers an. Das heilRt, es erfolgt eine vollstandige
Bedeckung der Oberflache. Ferner kdnnen auch
Unterschneidungen oder Hohlkehlen beschichtet, ausgefiillt
und/oder geschlossen werden. Das Material der Schutzschicht
formt die Risse aus. Durch das Material der Schutzschicht
werden die Risse im Grundkdrper insbesondere teilweise oder
vollstandig ausfillt. Insbesondere erstreckt sich das
Material der Schutzschicht in die Risse hinein. Ein Ausweiten
der Risse sowie das Entstehen neuer Risse werden durch die

Schutzschicht effektiv verhindert.
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Durch das Ausbilden der Schutzschicht erfolgt auf einfache
Art und insbesondere in einem einzigen Verfahrensschritt eine
besonders effiziente Stabilisierung des Grundkdrpers. Anders
gesagt wird in dem Verfahren ein sehr stabiles Element
aufweisend den Grundkorper und die wenigstens eine
Schutzschicht hergestellt. Das Element dient dazu, ein
optoelektronisches Bauelement auf effektive Weise zu
stabilisieren. Weitere Verfahrensschritte sind dafir nicht
erforderlich. Das Verfahren ist folglich besonders einfach,

zeitsparend und kostengiinstig.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des Verfahrens wird auf
der ersten Oberflache eine erste Schutzschicht und auf der
zweiten Oberfldche eine zweite Schutzschicht aufgebracht.
Alle in den Oberfladchen vorhandenen Risse konne somit
aufgefillt und der Grundkérper effektiv vor einem Brechen

geschiitzt werden.

Alternativ dazu wird zunadchst auf der zweiten Oberfldche eine
Schutzfolie zumindest zeitweise, mit anderen Worten
entfernbar beziehungsweise nicht permanent, aufgebracht. Die
Schutzfolie weist eine laminierte Kunststofffolie auf. Die
Schutzfolie ist dazu ausgebildet, eine Beschadigung der
zwelten Oberfldche durch Kratzer zu vermeiden und/oder eine
Benetzung der zweiten Oberfldche mit der Schutzschicht zu
vermeiden. AnschlieBend wird dann auf der ersten Oberflache
die oben beschriebene Schutzschicht mittels
Atomlagenabscheidung aufgebracht. AnschlieBend kann die
Schutzfolie wieder entfernt werden. Alternativ dazu kann die
Schutzfolie aber auch noch bis zum Verbinden des Elements mit
einem funktionellen Bereich zur Ausbildung des
optoelektronischen Bauelements auf der zweiten Oberflédche

verbleiben.
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Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des Verfahrens wird in
einem weiteren Schritt eine transparente leitfdhige Schicht
auf die Schutzschicht aufgebracht. Alternativ dazu kann die
transparente leitfdhige Schicht aber auch an Stellen der
Schutzfolie auf die zweite Oberflache des Grundkdrpers
aufgebracht werden. Die transparente leitfahige Schicht weist
ein elektrisch leitfédhiges Oxid oder eine dinne Metallschicht

auf.

Gemal einem weiteren Aspekt wird ein optoelektronisches
Bauelement, kurz Bauelement, angegeben. Das Bauelement weist
wenigstens ein Element zur Stabilisierung auf. Dieses Element
entspricht vorzugsweise dem unter dem ersten Aspekt
beschriebenen Element. Samtliche fir dieses Element
offenbarten Merkmale sind demnach auch fir das
optoelektronische Bauelement offenbart und umgekehrt. Das
Element weist insbesondere den oben beschriebenen Grundkorper

und die wenigstens eine Schutzschicht auf.

Das Bauelement weist ferner wenigstens einen funktionellen
Bereich auf. Der funktionelle Bereich weist zumindest eine
aktive Zone auf, welche zur Erzeugung oder Detektion von
elektromagnetischer Strahlung, vorzugsweise Licht, oder zur
Umwandlung von elektromagnetischer Strahlung, vorzugsweise
Licht, in elektrischen Strom geeignet ist. Vorzugsweise weist
der funktionelle Bereich beziehungsweise die aktive Zone ein

organisches Material auf.

Das Element ist auf dem funktionellen Bereich angebracht,
beispielsweise angeklebt. Das Element ist insbesondere im
Strahlengang des funktionellen Bereichs angeordnet. Da das

Element strahlungsdurchldssig ist, ist es besonders gut dafir
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geeignet, auf dem funktionellen Bereich des Bauelements

angeordnet zu werden.

Dadurch dass die Schutzschicht des Elements UV-Strahlung
absorbiert, werden im Strahlengang nachfolgende Schichten des
funktionellen Bereichs effektiv gegen von aulen einfallende
UV-Strahlung geschiitzt. Somit wird die Lebensdauer des
optoelektronischen Bauelements erhéht und/oder eine langer

andauernde hohe Effizienz des Bauelements erreicht.

Das Element dient zur mechanischen Stabilisierung des
Bauelements beziehungsweise des funktionellen Bereichs. Das
Element kann beispielsweise auf Grund seiner stabilen
mechanischen Eigenschaften als Trager fir den funktionellen
Bereich dienen. Dadurch wird ein sehr stabiles und

langlebiges BRauelement erreicht.

Das Element dient auch zum Schutz des Bauelements und
insbesondere des funktionellen Bereichs vor auleren
Einflissen, beispielsweise vor dem Eindringen von Wasser oder
Sauerstoff in den funktionellen Bereich. Dadurch wird die

Lebensdauer des Bauelements weiter erhoht.

Auf Grund der sehr geringen Dicke des Elements im Bereich wvon
zirka 20 um bis zirka 500 um, beispielsweise 50 um, tragt das
Element nur unwesentlich zu einer Dicke beziehungsweise
vertikalen Ausdehnung des optoelektronischen Bauelements bei.
Das resultierende Bauelement weist folglich selbst nur eine
geringe Dicke auf. Vorzugsweise weist das Bauelement selbst
eine Dicke beziehungsweise vertikale Ausdehnung zwischen 500
um und 20 um, beispielsweise 200 um, 100 um oder 50 um, auf.
Auf Grund der geringen Dicke des Bauelements ist das

Bauelement verformbar beziehungsweise flexibel und weist nur
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ein sehr geringes Gewicht auf. Das Rauelement ist daher
besonders flexibel beziehungsweise fir unterschiedlichste

Anwendungen einsetzbar.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Bauelements weist das Bauelement ein zweites Element auf. Das
zweite Element ist auf einer dem ersten Element abgewandten
Oberflache des funktionellen Bereichs angeordnet. Mit anderen
Worten, der funktionelle Bereich ist von zwel Elementen
eingekapselt beziehungsweise in zwei Elemente eingebettet.
Dadurch wird ein besonders stabiles und langlebiges
Bauelement erreicht. An einer dem funktionellen RBRereich
abgewandten Oberfldche des zweiten Elements kann das zweite
Element beispielsweise an Stelle der Schutzschicht auch die

oben beschriebene Schutzfolie aufweisen.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Bauelements umfasst der wenigstens eine funktionelle Bereich
eine organische Leuchtdiode (OLED). In diesem Fall ist die
zumindest eine organische aktive Zone als organische
elektrolumineszente Schicht ausgebildet. Der funktionelle
Bereich kann dabei einen organischen Schichtenstapel
umfassen, der weitere Schichten, wie beispielsweise Ldcher
injizierende, L&cher transportierende, Elektronen
injizierende und/oder Elektronen transportierende Schichten
aufweist, wobei auch Schichten mehrere Funktionen Ubernehmen
kénnen. Das Rauelement ist in diesem Fall besonders gut flr
die Hinterleuchtung von Bildschirmen (beispielsweise eines
Fernsehers oder Computermonitors) oder (AMOLED)-Displays
geeignet. Alternativ kann das Bauelement in diesem Fall aber
auch fiir eine Raumbeleuchtung eingesetzt werden. Aufgrund der

Materialeigenschaften ist eine mdgliche Verwendung als
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biegsamer Bildschirm und/oder als elektronisches Papier,

beispielsweise flir elektronische BRiicher, vorstellbar.

Zusatzlich oder alternativ dazu kann der wenigstens eine
funktionelle Bereich eine organische lichtemittierende Zelle
(OLEC) umfassen. Beispielsweise kdonnen eines oder mehrere
Bauelemente in einer LEC-Folie zur Raumbeleuchtung Anwendung
finden, wozu das Bauelement auf Grund seiner Biegsamkeit

besonders gut geeignet ist.

Zusatzlich oder alternativ dazu kann der wenigstens eine
funktionelle Bereich eine organische Solarzelle umfassen. Mit
anderen Worten, das Bauelement kann zum Empfang von Strahlung
ausgebildet sein. In diesem Fall ist der organische
Schichtenstapel beziehungsweise die zumindest eine aktive
Zone dazu ausgebildet, Strahlung in elektrische Ladungen
umzuwandeln. Dadurch dass die Schutzfolie des
stabilisierenden Elements UV-Licht, welches besonders
schadlich fir eine Solarzelle ist, absorbiert, ist das
Bauelement fiir einen derartigen Einsatz sehr gut geeignet.
Das Bauelement kann beispielsweise als Stromquelle fiir mobile

Kleincomputer oder Handys eingesetzt werden.

Zusatzlich oder alternativ dazu kann der wenigstens eine
funktionelle Bereich eine organische Photodiode umfassen. In
diesem Fall kann das Bauelement beispielsweise als Sensor in

Digitalkameras oder Handys Anwendung finden.

Im Folgenden werden das Element, das Verfahren und das
Bauelement an Hand von Ausfithrungsbeispielen und den

dazugehdrigen Figuren naher erlautert.
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Die Figur 1 zeigt einen Querschnitt eines Grundkorpers fir
ein Element zur Stabilisierung eines

optoelektronischen Bauelements,

Die Figur 2 zeigt einen Querschnitt eines Elements zur
Stabilisierung eines optoelektronischen Bauelements

gemall eines ersten Ausfithrungsbeispiels,

Die Figur 3 zeigt einen Querschnitt eines Elements zur
Stabilisierung eines optoelektronischen Bauelements

gemall eines zweiten Ausfihrungsbeispiels,

Die Figur 4 zeigt einen Querschnitt eines Elements zur
Stabilisierung eines optoelektronischen Bauelements

gemall eines dritten Ausfihrungsbeispiels,

Die Figur 5 zeigt einen Querschnitt eines Elements zur
Stabilisierung eines optoelektronischen Bauelements

gemall eines weiteren Ausfihrungsbeispiels,

Die Figur 6 zeigt einen Querschnitt eines optoelektronischen

Bauelements,

Die Figur 7 zeigt einen Querschnitt eines Elements zur
Stabilisierung eines optoelektronischen Bauelements

gemall eines weiteren Ausfihrungsbeispiels.

Gleiche, gleichartige oder gleich wirkende Komponenten sind
in den Figuren mit den gleichen BRezugszeichen versehen. Die
Figuren und die GroRenverhdltnisse der in den Figuren
dargestellten Komponenten untereinander sind nicht als

maBRstablich zu betrachten. Vielmehr kdnnen einzelne
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Komponenten zur besseren Darstellbarkeit und/oder fir eine

bessere Verstandlichkeit ibertrieben groll dargestellt sein.

Die Figur 1 zeigt einen Grundkérper 1C. Der Grundkorper 1C
ist Teil eines Elements 1 (siehe Figur 2), das zur
Stabilisierung eines optoelektronischen Bauelements 7,
beispielsweise eines organischen strahlungsemittierenden
Bauelements, geeignet ist, wie spater im Detail beschrieben
wird. Das Element 1 ist insbesondere zum Aufbringen auf einen
funktionellen Bereich 6 des Bauelements 7 vorgesehen (siehe

Figur 6).

Der Grundkorper 1C weist eine erste und eine zweite
Oberflache 1A, 1B auf, die einander gegeniiberliegen und sich
jeweils entlang der lateralen Haupterstreckungsrichtung des
Grundkorpers 1C erstrecken. Der Grundkdrper weist zweil
Seitenfldchen 1D, 1E auf, welche die erste und die zweite
Oberfldache 1A, 1B begrenzen und sich senkrecht zur lateralen

Haupterstreckungsrichtung des Grundkdrpers 1C erstrecken.

Der Grundkorper 1C weist eine sehr geringe Dicke d auf.
Insbesondere ist der Grundkdrper 1C ultradiinn. Die Dicke d
des Grundkorpers liegt zwischen 500 pm und 20 pm. Der

Grundkorper 1C ist biegsam beziehungsweise flexibel.

Der Grundkérper 1C ist strahlungsdurchlassig. Der Grundkérper
1C besteht aus einem Glas. Alternativ dazu kann der
Grundkorper 1C zumindest ein Glas aufweisen. Mit anderen
Worten, der Grundkdrper 1C kann neben dem Glas noch ein

weiteres Material, beispielsweise Kunststoff, aufweisen.

Auf Grund des Materials und der geringen Dicke d des

Grundkorpers 1C, kann der Grundkdrper 1C und insbesondere die
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erste und die zweite Oberflidche 1A, 1B Risse 3 aufweisen
(siehe Figuren 3 und 4). Die Risse 3 kdnnen beispielsweise
durch eine mechanische Belastung des Grundkoérpers 1C,
beispielsweise beim Biegen oder Zertrennen des Grundkdrpers
1C, auftreten. Die Risse 3 kdnnen aber auch spontan, das
heilBt ohne &duBere Einwirkung auf den Grundkoper 1C,
auftreten. Die Risse 3 erstrecken sich zumindest teilweise
ilber die vertikale Ausdehnung oder Dicke d des Grundkdrpers
1C hinweg. Die Risse 3 konnen sich auch zumindest teilweise
in laterale Richtung durch den Grundkérper 1C hindurch

ausbreiten.

Die Risse 3 beeintrachtigen die Stabilitat und Lebensdauer
des Grundkorpers 1C. Zur Stabilisierung des Grundkorpers 1C
ist mittels eines ALD-Verfahrens eine Schutzschicht 2A, 2B
auf wenigstens eine der Oberflachen 1A, 1B abgeschieden
(siehe Figuren 2 bis 6). Die Schutzschicht 2A, 2B ist mit

anderen Worten eine ALD-Schutzschicht.

Die Figur 2 zeigt einen Querschnitt eines Elements 1 zur
Stabilisierung eines optoelektronischen Bauelements gemal

eines ersten Ausfiihrungsbeispiels.

In diesem Ausfiihrungsbeispiel ist auf die erste Oberfldche 1A
eine erste Schutzschicht 2A aufgebracht und auf die zweite
Oberflache 1B eine zweite Schutzschicht 2B. Die Schutzschicht
2A, 2B bedeckt die jeweilige Oberflédche 1A, 1B vollstandig
und erstreckt sich insbesondere iber die gesamte laterale
Ausdehnung der Oberfldche 1A, 1B hinweg. Anders als in der
Figur dargestellt, kann die Schutzschicht 2A, 2B auch die
Seitenflachen 1D, 1E des Grundkorpers 1C bedecken. Die

Schutzschicht 2A, 2B ist einstiickig ausgebildet und permanent
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auf der Oberfliache 1A, 1B angeordnet, das heilRt fest mit der
Oberflache 1A, 1B verbunden.

Die Dicke der ersten und zweiten Schutzschicht 24, 2B ist
jeweils geringer als die Dicke d des Grundkdrpers 1C.
Beispielsweise weist die jeweilige Schutzschicht 2A, 2B eine
Dicke von hdéchstens 5 um, beispielsweise hoéchstens 500 nm,
hochstens 100 nm, oder hochstens 50 nm, auf. Insbesondere
leistet die Schutzschicht 2A, 2B jeweils nur einen geringen
Beitrag zur Dicke d des Grundkorpers 1C. Die Schutzschicht
2A, 2B ist lichtdurchléassig. Hingegen kann die Schutzschicht
2A, 2B UV Strahlung absorbieren. Die Schutzschicht 24, 2B

welist beispielsweise ein Oxid und/oder ein Nitrid auf.

Die Schutzschicht 22, 2B bedeckt nicht nur die OberflAchen
1A, 1B, sondern fillt die in dem Grundkdrper 1C
beziehungsweise in den Oberflachen 1A, 1B vorhandenen Risse 3
vollstandig auf (siehe hierzu die Figuren 3 und 4). Das
Material der Schutzschicht 2A, 2B ist insbesondere bei dem
AILD-Abscheideprozess vollstdndig in die Risse 3 eingedrungen.
Mit anderen Worten, die Schutzschicht 2A, 2B passt sich
optimal an die Konturen der jeweiligen Oberflache 1A, 1B an.
Risse 3 beziehungsweise Einkerbungen, Einbuchtungen und/oder
Locher an beziehungsweise in der jeweiligen Oberfldche 1A, 1R
sind optimal durch die Schutzschicht 2A, 2B kompensiert
beziehungsweise aufgeftillt. Auf diese Weise wird die
Stabilitat des Grundkorpers 1C erhdht und ein weiteres
Anwachsen der Risse 3 verhindert. Die Wahrscheinlichkeit
eines spontanen Brechens des Grundkorpers 1C und/oder eines
Brechens auf Grund von mechanischer Belastung kann somit

verhindert werden.
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Die Figur 3 zeigt einen Querschnitt eines Elements 1 zur
Stabilisierung eines optoelektronischen Bauelements gemal
einem zweiten Ausfiithrungsbeispiel. In Bezug auf die
allgemeinen Merkmale der Schutzschicht 27, 2B und des
Grundkorpers 1C wird dabei weitgehend auf die Beschreibung zu

den Figuren 1 und 2 verwiesen.

Im Unterschied zu dem in Figur 2 gezeigten Element 1 ist in
diesem Ausfiihrungsbeispiel nur auf die erste Oberfliache 1A
eine erste Schutzschicht 2A aufgebracht. Die zweite
Oberfldche 1B weist keine Schutzschicht auf, ist insbesondere
frei von einer Schutzschicht. Die zweite Oberflache 1B kann
in diesem Fall beispielsweise als Montageflache zum
Aufbringen des funktionellen Bereichs 6 dienen (siehe

beispielsweise Figur 6).

Die Figur 4 zeigt einen Querschnitt eines Elements 1 zur
Stabilisierung eines optoelektronischen Bauelements gemal
einem dritten Ausfiithrungsbeispiel. In Bezug auf die
allgemeinen Merkmale der Schutzschicht 27, 2B und des
Grundkorpers 1C wird dabei weitgehend auf die Beschreibung zu

den Figuren 1 und 2 verwiesen.

Im Unterschied zu dem in Figur 2 gezeigten Element 1 ist in
diesem Ausfiihrungsbeispiel nur auf die erste Oberfliache 1A
eine erste Schutzschicht 2A aufgebracht. Die zweite
Oberflache 1B ist frei von einer Schutzschicht. Auf der
zweiten Oberfldche 1B ist eine Schutzfolie 4 aufgebracht, zum
Beispiel angeklebt. Die Schutzfolie 4 und die auf der ersten
Oberfldache 1A angeordnete Schutzschicht 2A sind zueinander
parallel angeordnet und erstrecken sich jeweils Uber die

gesamte laterale Ausdehnung des Grundkdorpers 1C hinweg.
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Die Schutzfolie 4 weist einen laminierten Kunststoff auf. Die
Dicke der Schutzfolie 4 entspricht vorliegend der Dicke der
Schutzschicht 2A. Allerdings kann die Schutzfolie 4 auch eine
groRere oder kleinere Dicke aufweisen als die Schutzschicht
2A. Die Dicke der Schutzfolie 4 ist vorzugsweise kleiner oder

gleich 500 pm, 100 pm oder kleiner gleich 10 um.

Ebenso wie die Schutzschicht 2A ist die Schutzfolie 4
einstlickig ausgebildet. Im Gegensatz zu der auf der ersten
Oberfldche 1A ausgebildeten Schutzschicht 2A, ist die
Schutzfolie 4 permanent oder nur zeitweise auf der zweiten
Oberfldache 1B angeordnet. Insbesondere kann die Schutzfolie 4
von der zweiten Oberfldche 1B wieder entfernt werden,
beispielsweise nachdem die Schutzschicht 2A auf der ersten
Oberfldache 1A aufgebracht wurde. Alternativ kann die
Schutzfolie am Grundkdérper 1C dauerhaft verbleiben und ist
mit der zweiten Schutzschicht 2B beschichtet. Dies ist in der
Figur 7 dargestellt. Die Schutzschicht kann dabei auch als

chemischer Schutz fiir das Material der Schutzfolie dienen.

Die Schutzfolie 4 beziehungsweise ein Material der
Schutzfolie 4 dringt nicht in an der zweiten Oberflache 1R
vorhandene Risse ein beziehungsweise fiillt diese Risse nicht
auf (nicht explizit dargestellt). Vielmehr ist die
Schutzfolie 4 lediglich an der zweiten Oberflache 1B selbst

angeordnet, ohne in den Grundkdérper 1C vorzudringen.

Die Schutzfolie 4 dient dazu, ein Benetzen der zweiten
Oberfldche 1B mit dem Material der Schutzschicht 2A zu
verhindern und/oder die zweite Oberfldche 1B vor &uberen
Einflissen zu schiitzen. Ferner kann die Schutzfolie 4 das

Element 1 mechanisch stabilisieren.
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Die Figur 5 zeigt einen Querschnitt eines Elements 1 zur
Stabilisierung eines optoelektronischen Bauelements gemal
einem weiteren Ausfiihrungsbeispiel. In Bezug auf die
allgemeinen Merkmale der Schutzschicht 27, 2B und des
Grundkorpers 1C wird dabei weitgehend auf die Beschreibung zu

den Figuren 1 und 2 verwiesen.

Wie bei dem in Figur 2 gezeigten Element 1 ist in diesem
Ausfihrungsbeispiel auf der ersten Oberflache 1A die erste
Schutzschicht 2A aufgebracht und auf der zweiten Oberflache
1B ist die zweite Schutzschicht 2B aufgebracht. Auf der
ersten Schutzschicht 2A und insbesondere auf einer Oberfléache
der ersten Schutzschicht 2A, welche von dem Grundkdrper 1C
abgewandt ist, ist eine transparente leitfdahige Schicht 5
angeordnet. Die transparente leitfiahige Schicht 5 erstreckt
sich iber die gesamte Oberflache der ersten Schutzschicht 2A

hinweqg.

In einem alternativen Ausfihrungsbeispiel (nicht explizit
dargestellt) kann auch eine transparente leitfdhige Schicht 5
auf der zweiten Schutzschicht 2B aufgebracht werden, sofern
eine zweite Schutzschicht 2B vorhanden ist. In einem
alternativen Ausfiihrungsbeispiel (nicht explizit dargestellt)
kann die Schicht 5 auch direkt auf der ersten oder der
zweiten Oberfldche 1A, 1B aufgebracht sein, ohne dass auf der
Oberfldache 1A, 1B zuvor eine Schutzschicht 2A, 2B aufgebracht

wurde.

Die transparente leitfdhige Schicht 5 weist in diesem
Ausfiihrungsbeispiel ein elektrisch leitfahiges Oxid (TCO)
auf. Alternativ dazu kann die transparente leitfahige Schicht
5 aber auch eine Metallschicht aufweisen. Die Dicke der

Schicht 5 entspricht vorliegend der Dicke der ersten
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Schutzschicht 2A. Allerdings kann die Schicht 5 auch eine
groRere oder kleinere Dicke aufweisen als die erste

Schutzschicht 2A.

Die transparente leitfahige Schicht 5 dient dazu, eine
Strahlung von dem vorher erwahnten funktionellen Bereich 6
weg oder von auBen zu dem funktionellen Bereich 6 hin zu
leiten, nachdem das Element 1 auf dem funktionellen Bereich 6

angeordnet worden ist.

Die Figur 6 zeigt einen Querschnitt eines optoelektronischen

Bauelements 7.

Das Bauelement 7 weist den funktionellen Rereich 6 auf. Der
funktionelle Bereich 6 kann eine organische lichtemittierende
Zelle, eine organische Solarzelle, eine organische
Leuchtdiode, und/oder eine organische Photodiode umfassen.
Mit anderen Worten, das Bauelement 7 kann
strahlungsemittierend und/oder strahlungsempfangend

ausgebildet sein.

Das Bauelement 1 weist ferner zwel Elemente 1 auf. Der
funktionelle Bereich 6 und die Elemente 1 bilden zusammen das

Bauelement 7.

Ein erstes Element 1 ist in Abstrahlungs- oder
Empfangsrichtung des funktionellen Bereichs 6 auf einer
ersten Oberfliache des funktionellen Bereichs 6, angeordnet,
zum Beispiel angeklebt oder abgeschieden. Das erste Element 1
weist in diesem Ausfiihrungsbeispiel den Grundkdrper 1C sowie
die auf der ersten Oberflidche 1A angeordnete erste
Schutzschicht 2A auf. Insbesondere ist die erste

Schutzschicht 2A auf einer Oberflache des Grundkorpers 1C
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angeordnet, welche von dem funktionellen Rereich 6 abgewandt

ist.

Alternativ dazu (nicht explizit dargestellt) kann das Element
1 auf der zweiten Oberfldche 1B (hier also der dem
funktionellen Bereich 6 zugewandten Oberfldche) die zweite
Schutzschicht 2B (siehe Figur 2) oder die Schutzfolie 4
(siehe Figur 4) aufweisen. Alternativ dazu oder zusatzlich
(nicht explizit dargestellt) kann das Element 1 auf der
ersten Oberfliache 1A auch noch die transparente leitfahige

Schicht 5 aufweisen (siehe Figur 5).

Auf einer zweiten Oberfldche des funktionellen Rereichs 6 ist
ein weiteres Element 1 angeordnet. Insbesondere ist dieses
weitere Element 1 auf einer von dem ersten Element 1
abgewandten Oberfldche des funktionellen Bereichs 6
angeordnet. Das weitere Element 1 weist in diesem
Ausfihrungsbeispiel den Grundkorper 1C sowie die auf der
ersten Oberfliache 1A angeordnete erste Schutzschicht 2A auf.
Auch bei dem weiteren Element 1 ist die erste Schutzschicht
2A auf einer Oberflache des Grundkdrpers 1C angeordnet,
welche von dem funktionellen Bereich 6 abgewandt ist.
Alternativ dazu (nicht explizit dargestellt) kann auch das
weitere Element 1 auf der zweiten Oberfldche 1B (hier also
der dem funktionellen Bereich 6 zugewandten Oberfldche) die
zweite Schutzschicht 2B (siehe Figur 2) oder die Schutzfolie

4 (siehe Figur 4) aufweisen.

Der funktionelle Bereich 6 ist von dem ersten Element 1 und
dem weiteren Element 1 eingekapselt beziehungsweise von den
Elementen 1 umgeben. Die Elemente 1 dienen zur mechanischen

Stabilisierung des funktionellen Bereichs 6. Die Elemente 1
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dienen insbesondere auf Grund ihrer stabilen mechanischen
Eigenschaften als Trager fir den funktionellen Bereich 6.

Die Elemente 1 dienen ferner zum Schutz des Bauelements und
insbesondere des funktionellen Bereichs 6 vor auBeren
Einflissen, beispielsweise vor dem Eindringen von Wasser oder

Sauerstoff in den funktionellen Bereich 6.

In einem alternativen Ausfihrungsbeispiel (nicht explizit
dargestellt) kann aber auch nur ein Element 1 auf dem
funktionellen Bereich 6 angeordnet sein. Vorzugsweise ist
dieses Element 1 dann in Abstrahlungsrichtung auf dem
funktionellen Bereich 6 angeordnet. In diesem Fall kann ein
Tragersubstrat auf der dem Element 1 abgewandten Oberflache

des funktionellen Bereichs 6 vorgesehen sein.

Das Element 1 und das optoelektronische Bauelement 7 werden

wie folgt hergestellt.

In einem ersten Schritt wird der oben beschriebene
Grundkorper 1C bereitgestellt. In einem weiteren Schritt wird
die Schutzschicht 2A, 2B gemdB einem der in den Figuren 2
oder 3 gezeigten Ausfihrungsbeispiele auf wenigstens eine der
Oberfldchen 1A, 1B des Grundkorpers 1C mittels
Atomlagenabscheidung aufgebracht. Mit anderen Worten,
entweder wird nur eine Schutzschicht 2A auf die erste
Oberfldache 1A aufgebracht (Figur 3) oder es wird jeweils auf
eine der Oberflidchen 1A, 1B eine Schutzschicht 2A, 2B
aufgebracht (Figur 2). Bei diesem Schritt dringt das Material
der Schutzschicht in die Risse 3 des Grundkdrpers 1C ein und
ummantelt diese konform oder fillt diese teilweise oder

vollstandig aus.
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Wird nur die erste Schutzschicht 2A auf der ersten Oberfléache
1A aufgebracht, kann in einem optionalen Schritt vor dem
Abscheideschritt die Schutzfolie 4 auf der zweiten Oberfléache

1B angeordnet werden.

In einem optionalen Schritt wird ferner nach dem
Abscheideprozess die transparente leitfdhige Schicht 5 auf
die erste Schutzschicht 2A aufgebracht. In einem weiteren
optionalen Schritt wird nun die Schutzfolie 4 wieder von der

zwelten Oberfldache 1B entfernt.

In einem nachsten Schritt wird der funktionelle Rereich 6
bereitgestellt. Abhdngig von der gewinschten Ausgestaltung
des Bauelements 7 wird nun ein Element 1 zur Stabilisierung
auf dem funktionellen Bereich 6 aufgebracht, zum Beispiel
angeklebt. Element 1 und funktioneller Bereich 6 bilden
gemeinsam das optoelektronische Bauelement 7. Das Bauelement
7 ist auf Grund seiner sehr geringen Dicke und seines

Materials flexibel beziehungsweise verformbar.

Optional kann ein weiteres Element 1 auf einer dem ersten
Element 1 abgewandten Oberfldche des funktionellen Bereichs 6

angeordnet und befestigt, zum Beispiel angeklebt, werden.

Diese Patentanmeldung beansprucht die Prioritat der deutschen
Patentanmeldung 102012220586.1, deren Offenbarungsgehalt

hiermit durch Riickbezug aufgenommen wird.

Die Erfindung ist nicht durch die Beschreibung anhand der
Ausfihrungsbeispiele auf diese beschréankt. Vielmehr umfasst
die Erfindung jedes neue Merkmal sowie jede Kombination von
Merkmalen, was insbesondere jede Kombination von Merkmalen in

den Patentanspriichen beinhaltet, auch wenn dieses Merkmal
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oder diese Kombination selbst nicht explizit in den

Patentanspriichen oder Ausfiihrungsbeispielen angegeben ist.



10

15

20

25

30

WO 2014/072502 - 31 - PCT/EP2013/073489

Patentanspriiche

1. Element (1) zur Stabilisierung eines optoelektronischen
Bauelements (7) mit

- einem Grundkorper (1C), der aus einem Glas besteht oder
zumindest ein Glas aufweist, wobeil

- der Grundkdrper (1C) eine erste und eine zweite Oberfléche
(1A, 1B) aufweist,

- die erste und die zweite Oberfldche (1A, 1B) einander
gegeniiberliegen und sich jeweils entlang einer lateralen
Haupterstreckungsrichtung des Elements (1) erstrecken,

- zumindest an einer der Oberfldchen (1A, 1B) eine
Schutzschicht (2A, 2B) ausgebildet ist, und

- die Schutzschicht (2A, 2B) derart ausgebildet und
angeordnet ist, dass in dem Grundkdrper (1C) vorhandene Risse
(3) durch ein Material der Schutzschicht (2A, 2B) zumindest

teilweise aufgefiillt sind.

2. Element (1) nach Anspruch 1,

wobei

- der Grundkdérper aus dem Glas besteht,

- der Grundkérper ein homogen ausgebildeter Vollkorper ist,
und

- die Schutzschicht direkt an das Glas grenzt.

3. Element (1) nach einem der vorherigen Anspriiche,
wobei der Grundkorper (1C) eine Dicke (d) von kleiner oder
gleich 500 um, bevorzugt kleiner oder gleich 200 um,

aufweist.

4. Element (1) nach einem der vorherigen Anspriiche,

wobei die Schutzschicht (2A, 2B) lichtdurchlassig ist.
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5. Element (1) nach einem der vorigen Anspriiche,
wobei auf der ersten Oberfliache (1A) eine erste Schutzschicht
(2A) ausgebildet ist und wobei auf der zweiten Oberflache

(1B) eine zweite Schutzschicht (2B) ausgebildet ist.

6. Element (1) nach einem der vorherigen Anspriiche,

wobei auf der ersten Oberflache (1A) eine erste Schutzschicht
(2A) ausgebildet ist und wobei auf der zweiten Oberflache
(1B) eine Schutzfolie (4) angeordnet ist und wobei die

Schutzfolie (4) einen laminierten Kunststoff aufweist.

7. Element (1) nach einem der vorigen Anspriiche,

wobei die wenigstens eine Schutzschicht (2A, 2B) die Risse
(3) im Grundkdérper (1C) zumindest teilweise ausfiillt, wobei
die Schutzschicht (22, 2B) die erste Oberflidche (1A) und/oder
die zweite Oberflache (1B) des Grundkorpers (1C) vollstéandig
bedeckt, wobei sich das Material der Schutzschicht (2A, 2B)
in die Risse (3) erstreckt und wobei die wenigstens eine

Schutzschicht (2A, 2B) einstiickig ausgebildet ist.

8. Element (1) nach einem der vorherigen Anspriiche,
wobei die dem Grundkorper (1C) abgewandte Oberflache der
Schutzfolie (4) mit der zweiten Schutzschicht (2B) bedeckt

ist.

9. Element (1) nach einem der vorigen Anspriiche,

ferner aufweisend eine transparente leitfdhige Schicht (5),
wobei die transparente leitfdhige Schicht (5) auf der
Schutzschicht (2A, 2B) angeordnet ist und wobei die
transparente leitfahige Schicht (5) ein elektrisch

leitfahiges Oxid oder eine dinne Metallschicht aufweist.
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10. Verfahren zur Herstellung eines Elements (1) nach einem
der vorigen Anspriche aufweisend die folgenden Schritte:

- Bereitstellen des Grundkorpers (1C),

- Aufbringen der Schutzschicht (2A, 2B) auf zumindest einer
der Oberfliachen (1A, 1B) des Grundkorpers (1C), wobei das
Aufbringen der Schutzschicht (22, 2B) mittels

Atomlagenabscheidung erfolgt.

11. Verfahren nach dem vorherigen Anspruch,

wobei die Schutzschicht (2A, 2B) dazu ausgebildet und
angeordnet ist, ein spontanes Brechen des Grundkdrpers (1C)
zu verhindern und somit den Grundkorper (1C) zu stabilisieren
und wobei bei dem Aufbringen der Schutzschicht (2A, 2B) ein
Auffiillen von in dem Grundkdérper (1C) vorhandenen Rissen (3)

durch das Material der Schutzschicht (2A, 2B) erfolgt.

12. Verfahren nach einem der vorherigen Anspriiche,
wobei auf der ersten Oberflache (1A) eine erste Schutzschicht
(247) aufgebracht wird und wobei auf der zweiten Oberflache
(1B) eine zweite Schutzschicht (2B) aufgebracht wird oder
wobei zundchst auf der zweiten Oberflache (1B) eine
Schutzfolie (4) zumindest zeitweise aufgebracht wird und
wobei anschlieBend auf der ersten Oberfldche (1A) die

Schutzschicht (24, 2B) aufgebracht wird.

13. Verfahren nach dem vorherigen Anspruch,

wobei die Schutzfolie (4) eine laminierte Kunststofffolie
aufweist und wobei die Schutzfolie (4) dazu ausgebildet ist,
eine Beschadigung der zweiten Oberfliache (1B) durch Kratzer
zu vermeiden und/oder wobei die Schutzfolie (4) dazu
ausgebildet ist, eine Benetzung der zweiten Oberfldche (1B)

mit der Schutzschicht (22, 2B) zu vermeiden.
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14. Verfahren nach einem der vorherigen Anspriiche,

aufweisend den weiteren Schritt:

Aufbringen einer transparenten leitfahigen Schicht (5) auf
die Schutzschicht (2A, 2B), wobei die transparente leitfahige
Schicht (5) ein elektrisch leitfdhiges Oxid oder eine diinne

Metallschicht aufweist.

15. Optoelektronisches Bauelement (7) aufweisend

- wenigstens einen funktionellen Bereich (6), wobei der
funktionelle Bereich (6) mindestens ein organisches Material
aufweist,

- wenigstens ein Element (1) nach einem der vorherigen
Anspriiche, wobei der funktionelle Bereich (6) auf dem Element

(1) angeordnet ist.

16. Optoelektronisches Bauelement (7) nach dem vorherigen
Anspruch,

aufweisend ein zweites Element (1) nach einem der vorherigen
Anspriiche, wobei das zweite Element (1) auf einer dem ersten
Element (1) abgewandten Oberfliche des funktionellen Bereichs

(6) angeordnet ist.

17. Optoelektronisches Bauelement (7) nach einem der
vorherigen Anspriiche,

wobei das Bauelement (7) flexibel ausgebildet ist und wobei
der wenigstens eine funktionelle Bereich (6) zumindest eines
der folgenden BRauteile umfasst:

- eine organische lichtemittierende Zelle,

- eine organische Solarzelle,

- eine organische Leuchtdiode,

- eine organische Photodiode.
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